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摘要(译)

超声波探头的背衬元件，超声波探头的背衬层及其制造方法，背衬层通
过以一维方式或两个方式布置多个构件而形成，每个构件具有多边形柱
的形状在多个构件中的每个构件设置有形成在其一个侧表面处的导电迹
线的情况下，以更加简单的方式电连接超声换能器阵列，该超声换能器
阵列在声学上连接到背衬层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9a07d2a9-88c4-406c-891a-7941ec4cefb8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047750426/publication/US2013197368A1?q=US2013197368A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130197368%22.PGNR.&OS=DN/20130197368&RS=DN/20130197368

